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Abstract of EP0922555 

The thin section (50) is located and orientated on the surface (122) of the mold cavity (120). preventing movement 
during molding. The mold (102, 104) is closed and plastic is introduced such that the thin section becomes fused to 
the molding. Cooling and ejection entire, follow. An Independent claim is included for the plastic molding produced. 
Preferred features: The thin section is held against the cavity wall using double-sided material. Adhesivity to the 
section exceeds that to the wall. A hole is included in the section, up to which plastic is injected. The section is an 
electronic microprocessor circuit impregnated or introduced Into a substrate, which is thin. The surface carrying the 
circuit faces into the cavity. 
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(54) Precede de moulage pour realiser une piece en matiere plastique munie sur une surface 
d'un element rappoite de faible epaisseur, et piece ainsi reallsee 



(57) ^invention concerne un proc6d6 de moulage 
pour r6aliser une pifece (10) en matidre plastique munie 
sur une surface (14b) d'un Element rapports (50) au 
moins en partie en matiere plastique, cet 4i6ment (50) 
pr^sentant une faible Epaisseur relativement h une au 
moins de ses autres dimensbns, le procdde compre- 
nant les stapes suivantes : 

a) on dispose et on maintlent I'6l6ment (50) a rap- 
porter en regard d'une zone d§tenmln6e de la parol 
( 1 22) d'une cavitd ( 1 20) de moulage pour empScher 



qu'il ne se ddplace lors du moulage, et on referme 
le moule (100), 

b) on introduit de la matiere plastique dans la cavite 
(120) de moulage pour r6aliser la pi6ce (10), et on 
conduit le moulage pour souder cette matiere plas- 
tique avec celle de I'Sl^ment (50), 

c) on laisse ref roidir la nriatidre plastique k rintdrieur 
du moule, 

d) on ddmoule la pi^ce (10) et Tdldment (50) soudd 
aelle. 
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Description 

[0001] Le domaine de T invention est ceiui des pieces 
moul6es en nnati6re(s) plastique(s) at des techniques 
de moulage de ces pieces. ^ 
[0002] On connait d6j^ dans la technique diffdrents 
proced6s de moulage de telles pieces (rotomoulage, in- 
jection sous pression, injection -compression, extrusion-, 
soufflage.,.) et avec ces techniques. diff6rentes pieces 
peuvent dtre fabriqu^es (bac, palette, catsse, cagette. io 
poubeltes ...). 

[0003] Dans ce domaine, i'invention s'est attachee a 
trouver une solution au probl^me de rapporter, en un 
endroit donn6 de la pl^ce. un 6l6ment de faible 6pais- 
seur par rapport a une au moins de ses autres dimen- is 
sions, en ^vitant que r^ldment pulsse inopindment se 
detacher ou etre arrach6 trop ais6ment de la pifece, tout 
en proposant une technique de mise en place de r6l6- 
ment qui soit 6conomique, rapide, efficace etfiable. 
[0004] Par element de faible epaisseur par rapport d 
ses autres dimensions, on comprendra qu'il s'agit d'une 
piece telle qu'une etiquette (6lectronique ou non) de 
quelques dixi§mes de millimetres a quelques millime- 
tres d'6paisseur, ses autres dimensions 6tant au moins 
cinq fois plus importantes, et de pr6f6rence au moins 25 
vingt-cinq fois. voire cinquante fois, dans au moins une 
direction perpendiculaire k ladite epaisseur (largeur ou 
longueur). 

[0005] C'est ainsi qu'une caract6ristique importante 
de I'invention propose un proc6d6 de moulage pour r6a- so 
liser une pidce en matidre plastique munie sur une sur- 
face d'un 6l6ment rapports au moins en partie en ma- 
ti§re plastique compatible avec celle de la pi6ce pour se 
souder avec elle lors du moulage, cet 6lement presen- 
tant une faible 6paisseur relativement k une au moins 3S 
de ses autres dimensions, le procddd comprenant les 
dtapes suivantes : 

a) on dispose et on maintlent r6l6ment k rapporter 
en regard d'une zone dStermin^e de la paroi d'une 
cavitd de nrK)ulage pour empdcher qu'il ne se d^pla- 
ce lors du moulage, et on referme le moule. 

b) on introdult de la matifere plastique dans Iacavit6 
de moulage pour r6aliser la pifece, et on conduit le 
moulage pour souder cette matidre plastique de 
constitution de la pi&ce avec une partie au moins 
de celle de r6l6ment, 

c) on laisse refroidir la mati^re plastique k Tint^rieur 
du moule, 

d) on d6moule la p\kce et I'dl^ment rapports soud6 
k elte. 

[0006] Outre ce proc6d6, I'invention propose 6gale- 
ment une pifece en matifere plastique pouvant §tre r6a- 
Iis6e k i'aide de ce proc6d6 et munie, sur une surface, 
d'un ^Idment rapportd au moins en partie en matidre 
plastique compatible avec celle de la pi^ce soudd avec 
elle. cet ^l^ment prdsentant une faible epaisseur relati- 



vement k une au moins de ses autres dimensions. 
[0007] Ainsi, on 6vite de venir fixer I*6l6ment une fois 
le moulage de la pifece terming, par exemple k I'aide d'un 
rivet, et on s'exon^re des contraintes Ii6es aux reprises 
de pieces apres fabrication qui sont tongues et coOteu- 
ses. 

[0008] Dans le cadre de la technique de moulage de 
I'invention, on s'est en outre attach^ k r6duire les temps 
et couts de fabrication de la piece en particulier en re- 
lation avec de possibles modifications k faire sur le mou- 
le pour "intdgrer" I'dldment rapportd. 
[0009] La solution proposes par I'invention consiste k 
munir r6l6ment k rapporter d'un moyen Interm^dlaire 
amovible de fixation, propre a venir se fixer sur la paroi 
de la cavite de moulage, et dans I'etape a), a fixer ledit 
6l6ment sur la parol de la cavltd de moulage k I'aide de 
ce moven Interm^dlaire de fixation que l*on applique 
contre celle-ci. 

[0010] Ainsi, on va pouvoir travailler en temps "mas- 
qu6'. c'est-^-dire pendant le cycle de fabrication, sans 
avoir k modifier le moule. suivant que I'on souhaite ou 
pas rapporter I'6l6ment prdcitd sur une pidce. De plus, 
en raison du fait que c'est I'^t^ment lui-m&me qui porte 
le moven intemi6diaire de fixation contre la paroi de la 
cavitd de moulage, on peut le placer n'importe ou et 
dans la configuration que Ton veut (en particulier {'orien- 
tation dans le cas d'un code barres) contre cette paroi. 
[0011] Si I'on souhaite fixer rapidement i'6l6ment 
dans le moule, si Ton veut que cet Element tienne dans 
ce moule au moment ou Ton va introduire la mati6re 
plastique dans le moule, et si I'on desire pouvoir le retirer 
facilement lors du ddmoulage de la piece, la solution 
proposes est de malntenir r6l6ment k rapporter contre 
la paroi de la cavit6 de moulage a I'aide d'un matdriau 
adh^sif double face dont la force de collage du c6\6 de 
rdidment k rapporter est sup6rieure k la force de collage 
du c6t6 de la paroi de la cavity de moulage. Cette solu- 
tion a aussi pour avantage qu'elle est peu couteuse et 
efficace. 

[001 2] Dans le but d'empecher {'accumulation de gaz 
entre I'6l6ment k rapporter et la parol de la pidce, la so- 
lution propose de rdaliser au moins un orifice dans 
I'^paisseur dudit 6l6ment et d*apporter. dans I'dtape b), 
!a mati^re de constitution de la pi6ce jusque dans cet 
orifice. Cette solution a aussi pour avantage de mieux 
malntenir I'6l6ment contre la pi^ce finie (meilleure inte- 
gration) en favorisant le soudage (ou la fusion partielte) 
entre tes matidres en presence, et dvite que I'dldment 
se d6forme en "gonflanf et risque de se cesser (en par- 
ticulier lors du lavage de la pi6ce) ou d'emp§cher par 
exemple la lecture k travers lui d'un code barres. 
[0013] Ainsi, i'dldment rapportd sera pourvu d'au 
moins un orifice k travers lequel la nnatidre plastique de 
constitution de ladite pi6ce sera visible. 
[0014] II apparatt int^ressant aujourd'hui, dans un 
certain nombre de cas, de pouvoir assurer la gestion 
des flux de transport et de stockage de certaines mar- 
chandises, ainsi que, si nScessaire, des pieces de ma- 
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nutention qui les transportent (bac, caisse, palette, con- 
teneur). AinsI, diff^rents types de moyens peuvent Stre 
envisages pour permettre ridentificatlon et le suivi logis- 
tique d'un emballage et/ou du produit emball6. On peut 
citer a titre d'exemple les porte-dtiquettes, les codes ^ 
barres, les microprocesseurs embarqu^s. II est connu 
par exemple d'integrer des puces electroniques au pro- 
duit consid6r6. AinsI. le brevet FR-A-2 697 801 pr^voit 
d'6quiper une palette d'une unltd 6lectronique de me- 
morisation et de restitution de donn^es (transpondeur). 
Pour cela, il est prdvu de remplir de produit moussant 
un pled creux de la palette, de realiser un logement dans 
cette mousse, d'Introduire I'unlt^ et d'obturer Taccfes 
audit logement. Gette solutbn s'avdre, dans certains 
cas, difficile a mettre en oeuvre. 
[0015] AinsL selon une autre consideration de I'Inven- 
tion, si r6l§ment a rapporter est une unite diectronique 
de traltement de donn^es \\6e k un support de falble 
epalsseur par rapport d ses autres dimensions et r^allsd 
en mati^re plastique compatible avec celie de ia pi^ce, 
on disposera avantageusement, lors de I'^tape a). Tdl^- 
ment pr6clt6 centre la parol de la cavlte de moulage, de 
telle sorte que la face du support portant I'unite solt dl- 
rig6evers I'lnt^rieurde ladlte cavlt6. Uunlt6 6lectronique 
de donn^es est ainsi prot^g^e derri^re ou k rint^rieur 
du support, tout en restant accessible 'dlectronique- 
ment" & travers ce support, par exemple par transmis- 
sion haute frequence avec une unite externe d'acquisl- 
tion et de transmission de donnees. 
[0016] Dans ce cas on Intdgrera avantageusement 
I'unitd de traitement 6lectronique de donndes sur un 
support en matifere plastique transparente ou transluci- 
de compatible avec celle(s) de la pidce. Ainsi, I'unite est 
prot6g6e des agressions ext6rleures (deterioration, 
rayure, frottement, corrosion, humidite), tout en restant 
visible, en partlculter si elle est munie de code k barres, 
d'Inscrlptlons ou d'un ecran du type ^ cristaux liquides. 
[0017] Selon un autre aspect, la pifece pourra etre une 
piece de manutentlon comprenant un fond k partir du- 
quel sedressent des parois laterales, cette piece de ma- 
nutentlon etant alors de preference du type gerbable/ 
emboitable par rotation autour d'un axe senslblement 
perpendlculaire k son fond, et une surface de ladite pie- 
ce pourra alors etre munie de reiement rapporte, lequel 
sera de preference dispose d'un cote d'un plan conte- 
nant ledit axe de rotation et presentera alors une couleur 
et/ ou une fomrie propre(s) ^ lui permettre de constituer 
un repere d'identification et/ou de detrompage utile pour 
differencler I'orientation de la piece par rapport k son 
axe lors des operations de gerbage et/ou d'emboTtage 
de celle-ci. Ainsi, reiement ^ rapporter pourra sen^ir de 
moyen d'identification du positionnement d'un bac, ou 
d'une caisse, gerbable/emboTtable par rotation sur lui- 
m§me d'un quantieme de tour (quart ou d'un demi tour), 
I'operateur charge de sa manutentbn pourra identifier 
f acllement dans quel sens la saisir et la dispc^er sur une 
autre. Cette solution remplace done avantageusement 
le principe de la 'bicoloration*. ou du detrompeur 'me- 



canique" (excroissance. tige amovible). 
[0018] L'invention et sa mise en oeuvre apparaitront 
encore plus clairement k I'aide de la description qui va 
sulvre, faite en reference aux desslns dans lesquels: 
s [001 9] La figure 1 est une vue de cote d'une piece mu- 
nie d'un element rapporte k sa surface. 
[0020] Les figures 2 et 3 illustrent, vue de face et en 
coupe, reiement rapporte sur la piece represente sur la 
figure 1 . 

w [0021] Les figures 4^5 illustrent le procede de reali- 
sation de la piece representee sur la figure 1 . 
[0022] Par souci de simplification, seul sera tllustre le 
cas de ia realisation, par un precede de moulage par 
Injection sous pression, d'une caisse lOde manutentlon 

15 munie en surface (c'est-^-dire sur sa surface externe ou 
k proximite de celle-ci) d'une unite de traltement eiec- 
tronique de donnees (laqueile pourra servir ou non de 
"detrompeur de position"). 

[0023] Sur la figure 1 , la caisse 1 0 est du type gerba- 

20 ble/emboitable par rotatbn autour d'un axe xx' perpen- 
dlculaire k un fond 12 k partir duquel se dressent des 
parois 14 laterales (typiquement au nombre de quatre), 
de preference realisees d'une seule piece avec le fond 
12 lors de I'ope ration de moulage. Sur la surface 14b de 

25 Tune des parois 1 4 se trouve un element 50 rapporte de 
falble epaisseur (typiquement de I'ordre du dixieme de 
millimetre ou du millimetre), lequel est ici une unite 60 
eiectronique de traitement de donnees (acquisition et 
. transmission) telle qu'une puce eiectronique 64 munie 

30 d'une memoire. Dans le cas present, I'unite eiectronique 
60 est novee dans un fin film 62 en plastique (tel que du 
polyester), et comprend la puce 64 reliee k une antenna 
66 d'6misslon/r6ception de donn6es d6finissant un con- 
tour qui suit les bords externes du film 62, par exemple 

35 de forme paralieiepipedique (rectangulaire). L'unite 60 
dans son ensemble (film compris) definit ainsi un carre 
de 26 mm de cote et de molns d'un dixieme de millimetre 
d'epaisseur. L'unite eiectronique 60 est protegee par un 
support 70, c'est-^-dlre qu'elle est rapportee sur sa sur- 

40 face 72 et disposee entre ledit support 70 et la parol 1 4 
de la caisse 10. bien qu'elle puisse aussi etre noyee k 
I'interieur (cette solution etant plus complexe k r6aliser). 
Le support 70 est transparent ou translucide pour per- 
mettre de visuailser la puce 64 au travers de celui-cl, 

45 par exemple si celle-ci est munie d'un affichage (cristaux 
liquides). 

[0024] L'eiement 50 k rapporter. ou plus precisement 
dans notre cas le support 70, est realise dans une ma- 
tiere plastique compatible avec celle(s) utllisee(s) pour 

50 realiser la caisse 1 0 (polyethylene par exemple), de sor- 
te que lorsdu moulage. celui-ci (ou son support) s'inte- 
gre partaltement k la parol 14 de la caisse 10 par sou- 
dage (ou fusion si les matieres sont identiques) de sa 
matiere plastique avec celle de la piece 10. Ce support 

55 est aussi de faible epaisseur, par exemple de 0.5 k 0,7 
millimetre d'epaisseur pour 35 millimetres de cdte. L'eie- 
ment rapporte 50 (la puce 64 sur son support 70) a done 
une epaisseur inferieure au millimetre. 
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[0025] On peut noter que remplacement de I'unitd 

6lectronique 60 a peu d'importance de fagon g6n6rale, 
d6s lors qu'elle peut etre lue par un dispositif de lecture 
addquat. Cependant, il est pr^f^rable de la disposer 
dans un endroit accessible, sans dtre trop visible, par s 
exemple sur un pied (pour une caisse palette ou une 
palette), pres d'un bord, ou dans un coin d'une des pa- 
rois 14 comme cela est represents. Toutefois, celle-ci 
peut se trouver aussi bien k I'exterieur qu'd TintSrieur de 
la caisse des lors que les donnSes qu'elle peut trans- io 
mettre ou acqu6rlr peuvent traverser la parol de ladite 
piece, ce qui est en particuller le cas si Ton utilise des 
ondes radio. 

[0026] Lorsque I'Slement 50 (I'unitS electronique 60 
dans le cas present) sert aussi de detrompeur (par sa is 
couleur diffSrente de celle de la pt^ce et/ou par sa for- 
me) pour son utilisation sur une caisse ou un bac du 
type emboitable/gerbable par rotation d'un quart de tour 
ou d'un demi tour autour d'un axe xx' perpendiculaire h 
son fond 12, il sera alors preferable de le disposer de 20 
telle sorte que t'onpuissediffSrencier deux parties 16/18 
(deux moities d'une parol 14 par exemple) de la caisse 
10 dispos6es de part et d'autre d'un plan PP' compre- 
nant i'axe xx'. par exemple pr6s d'un bord (ou montant) 
d'une des parois 14, comme cela est le cas. Ainsi, il sera 2S 
facile de rep§rer rorientation de la caisse 10 par rapport 
h son axe xx' lors des operations de gerbage et/ ou 
d'emboTtage de cetle-ci sur une autre. 
[0027] Comme on peut le voir sur les figures 2 et 3, 
reiement 50 est muni d'un orifice 55 d travers tequel la 30 
mati^re plastlque de la pidce est visible, c'est-d-dire que 
Torifice 55 est rempli de ladite matiere lorsde rop6ration 
de moulage. Cet 6l6ment 50 est muni, sur une face 74 
de son support 70, d'un moyen intermediaire 80 de fixa- 
tion qui est ici un adhesif 82 double face, dont I'utilite va 35 
§tre expliqu6 dans la partle qui suit. 
[0026] Nous allons maintenant. k Taide des figures 4 
et 5, decrire !e proc6d6 de realisation prefere pour rSa- 
liser la piece de la figure 1. 

[0029] Sur ia figure 4. on volt un moule 1 00 d'injection 40 
dont les deux parties 102/104, lorsqu'elles se rejol- 
gnent, definissent une cavit6 120 de moulage k parol 
122 periphehque. Ce moule 100 est de type tout k fait 
conventionnel et ne fait pas partie de I'objet de I'inven- 
tion. Au moins un orifice d'injection 1 24 de matiere plas- 
tlque de constitution de la pl&ce 10 aboutit k I'lnterleur 
de la cavite de moulage et permet I'introductlon de ladite 
matiere. Pour cela, il communique par exemple avec 
une buse d'injection sous pression non representee. 
[0030] Dans une premiere etape illustree par la figure so 
4. on volt que les deux parties 1 02 et 104 du moule 100 
sont eioignees. Sur la paroi 1 22 de la cavlte 1 20 de mou- 
lage, k I'endroit exact ou Ton veut que I*6l6ment 50 k 
rapporter (I'unite electronique 60 dans le cas present) 
se trouve sur la piece 10 finle, et de preference dans ss 
une zone eioignee du(des) orlfice(s) 124 d'arrivee de la 
matiere plastlque de constitution de la piece 10, une uni- 
te electronique 60 de traitement de donnees rapportee 
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sur un support 70 est disposee et est malntenue en po- 
sition. On pourra noter qu'en pratique, II sera possible 
de disposer et de maintenir reiement 50 k rapporter 
n'importe ou contre la paroi 1 22 de ia cavite 1 20 de nrrau- 
lage. d'oCi une grande flexibllite du procede. 
[0031] Pour disposer et maintenir reiement 50 contre 
la paroi 1 22. on utilise le moyen intermediaire 80 de fixa- 
tion (adhesif 82 double face). L'une des faces 82a de 
cet adhesif 80 (voir figure 3) sert k fixer reiement 50 con- 
tre la paroi 122 de la cavite 120 de moulage (eventuel- 
lement via son support s'll en est muni), tandis que 
I'autre face 82b sert a fixer ledit adhesif 82 sur une sur- 
face de reiement (dans le cas present, une surface 74 
de son support 70). La force de collage de la face B2b 
(c'est-^-dire sur la face destinee k venir en contact de 
reiement 50) de I'adhesif 62 double face est superleure 
k la force de collage de la face 82a (c'est-^-dire la face 
destinee k venir au contact de la paroi 122 de la cavite 
120 de moulage) dudit adhesif 82. On choisira aussi de 
preference un adhesif 82 dont ia force de collage k la 
paroi 1 22 de la cavite 1 20 de moulage est superleure k 
la force de decollement provoqude par le flux de matiere 
plastlque lors de son injection. En d'autres termes, le 
coefficient de frottement entre reiement 50 et la paroi 
122 de la cavite 120 de moulage doit etre tel qu'il dolt 
valncre la force creee par le flux de matiere plastlque 
lors de son introduction dans le moule. 
[0032] Pour empecher, lors du moulage, la formation 
de bulles de gaz entre reiement 50 et la paroi 14 de la 
piece 10. on realise au moins un orifice 55 dans repais- 
seur de reiement 50 avant de le disposer et le maintenir 
contre la parol 1 22 de la cavite 1 20 de moulage. Chaque 
orifice 55 doit etre d'un diametre D suffisamment impor- 
tant pour qu'une partie de la matiere plastlque de cons- 
titution de ia piece vienne ie remplir, mals pas trop im- 
portant pour eviter que cette matiere n'emporte reie- 
ment 50 avec elle lors du moulage. Ainsi, on reailsera 
de preference un seul orifice 55 s'ltue au centre de reie- 
ment et d'un diametre compris par exemple entre envi- 
ron 2 et 1 2 mm pour un element 50 de 35 sur 35 mm. 
Dans le cas oCi reiement 50 est une unite electronique 
60 de traitement de donnees rapportee sur un support 
70, 1'orlflce traversera aussi bien le film 62 de I'unite que 
le support 70. L'lnter§t de cet orifice 55 est qu'il facilite 
aussi le soudage (ou la fusion) des matieres piastiques 
de reiement 50 et de la piece 10, et ameiiore la tenue 
de reiement 50 contre la piece 10. Ainsi. brsque la ma- 
tiere plastlque de constitution de la piece 1 0 arrive dans 
cet orifice, elle le remplit completement jusqu'd venir 
contre la parol 1 22 de la cavite 1 20 de moulage, et pous- 
se le gaz qui se trouvalt dans cet orifice 55 afin qu'il 
s'echappe le long de ladite paroi 122. 
[0033] Une fols reiement 50 dispose et malntenu con- 
tre la paroi de la cavite de moulage k I'aide de son mo- 
ven 80 intermediaire de fixation, il suffit de fermer le 
moule 100, d'apporter la matiere plastique dans la ca- 
vite 122 de moulage par une ou plusieurs buses d'injec- 
tion (figure 5), d'attendre que la piece 10 refroldisse et 
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que sa matidre piastique de constitution durcisse, et de 
retirer la pi^ce 10 du moule 100. On notera d ce sujet 
que le retrait de la pi^ce 10 entratne la separation de la 
parol 122 de r6l6ment 50 rapports. Lorsque les condi- 
tions concernant le moven Intermedialre 80 de fixation 
sont bien choisies (force de collage de Tadh^slf 82 dou- 
ble face). Tadh^sif 82 restera accroch§ k r^ldment 50. 
AInsi, le moule 100 sera pr§t pour rdaliser une autre pi6- 
ce 10 sans qu'll solt n^cessalre de le nettoyer, I'adhesif 
82 etant facilement retire de la pl6ce 10 une fols celle- 
ci totalement ref roldie. 

[0034] Ce proced6 est done rapide, tres simple h met- 
tre en oeuvre, et II peut §tre automatism k i'alde d'un ro- 
bot positionneur venant salsir un nouvel Element muni 
d'un moven Intermedialre de fixation pour le disposer 
contre la parol de la cavity de moulage. 
[0035] Bien ^videmment, I'lnvention n'est nullement 
limlt^e au mode de realisation pr^ferentiel illustre par 
les figures. 

[0036] Ainsi, le proc6d6 peut aussi s'appllquer a une 
poubelte ou tout autre embaliage en matl&re piastique. 
[0037] De meme, le moyen intermedialre de fixation 
peut §tre un almant venant se fixer contre la paroi de la 
cavite de moulage. 



Revendlcatione 

1. Precede de moulage pour realiser une piece (10) 
en matiere piastique munle sur une surface (14a) 
d'un element (50) rapporte au molns en partie en 
matiere piastique compatible avec celle de la pidce 
(10) pour se souder avec etie lors du moulage. cet 
element (50) presentant une faible epalsseur rela- 
tivement ^ une au moins de ses autres dimensions, 
le procede comprenant les etapes suivantes : 

a) on dispose et on malntient reiement (50) k 
- — rapporter en regard d'une zone determin6e de 

la parol (122) d'une cavite (120) de moulage 
pour empicher qu'll ne se deplace lors du mou- 
lage. eton refemne le moule (100), 

b) on introduit de la matiere piastique dans la 
cavite (120) de moulage pour realiser la piece 
(10), et on conduit ie moulage pour souder cette 
matiere piastique de constitution de la piece 
avec une partie au moins de celle de I'eiement 
(50) e rapporter. 

c) on laisse refroidir la matiere piastique k I'in- 
terieur du moule. 

d) on demoule la piece (10) et reiement (50) 
rapporte soude k elle, 

caracterise en ce que i'on realise au molns un 
orifice (55) dans Tepatsseur de reiement (50) k rap- 
porter, et on apporte. dans retape b), la matiere de 
constitution de la piece jusque dans cet orifice (55). 



2. Procede selon la revendicatlon 1 , caracterise en ce 
que Ton munit reiement (50) k rapporter d'un moyen 
(80) Intermedialre amovible de fixation, propre k ve- 
nlr se fixer sur la parol (122) de la cavite (120) de 
5 moulage et dans retape a), on malntient reiement 
(50) sur la parol (1 22) de la cavite (1 20) de moulage 
k I'aide de ce moyen (80) intermedialre de fixation 
que Ton applique contre ladite parol (122). 

10 3. Procede selon I'une quelconque des revendlcations 
pr6cedentes, caracterise en ce que Ton malntient 
reiement (50) k rapporter contre la paroi (122) de 
la cavite (120) de moulage k Taide d'un materiau 
(82) adhesif double face dont la force de collage k 
15 reiement (50) k rapporter est superieure a la force 
de collage k la paroi (1 22) de la cavite (1 20) de mou- 
lage. 

4. Procede selon I'une quelconque des revendlcations 
20 precedentes, caracterise en ce que, 

reiement (50) k rapporter est une unite (60) 
eiectronique de traitement de donnees noyee 
dans un support (70) de faible 6paisseur par 
25 rapport k ses autres dimensions, ou rapportee 

sur une de ses faces (74). ledit support (70) 
etant en matiere piastique compatible avec cel- 
le(s) utilisee(s) pour realiser la piece (1 0), et 
lors de I'etape a), on dispose I'eiement (50) ain- 
30 si constitue contre la parol (122) de la cavite 

(1 20) de moulage de telle sorte que la face (74) 
sur laqueile est rapportee I'unlte (60) soit dlrl- 
gee vers rinterieur de ladite cavite (120). 

35 5. Piece (10) en matiere piastique munle, sur une sur- 
face (14b), d'un element (50) rapporte au nrx>ins en 
partie en matiere piastique compatible avec celle 
de la piece (10) soude avec elle. cet element (50) 
presentant une faible epaisseur relatlvement k une 

40 au moins de ses autres dimensions, caract6rlsee 
en ce que reiement (50) rapporte est pourvu d'au 
moins un orifice (55) a travers lequet la matiere 
piastique de constitutbn de ladite piece (10) est vi- 
sible. 

45 

6. Piece (1 0) selon la revendicatlon 5, caracterisee en 
ce que reiement (50) rapporte comprenant une uni- 
te eiectronique (60) de traitement de donnees noye 
k rinterieur, ou rapporte sur une face (72), d'un sup- 
50 port (70) en matiere piastique transparente ou 
translucide et compatible avec celle(s) de la piece, 
ladite unite (60) etant disposee entre la piece (10) 
et le support (70). 

55 7. Piece (10) selon rune quelconque des revendlca- 
tions 5^6, caracterisee en ce que : 

- la piece (10) est une piece de manutention 
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comprenant un fond (12) k partir duquel se 
dressent des parois (14) lat^rales. 
la pi6ce de manutention est du type gerbable/ 
emboTtable par rotation autour d'un axe xx' sen- 
siblement perpendiculaire h son fond (12), et s 
una surface (1 4b) de ladite pitee (1 0) est munie 
de I'dl^ment (50) rapports, lequei est dispose 
d'un c6t6 d'un plan PP' contenant ledit axe xx' 
de rotation et presents une couleur et/ou une 
forme propre(5) ^ lui permettre de constltuer un io 
repdre d'identiflcation et/ou de ddtrompage uti- 
le pour differencier rorientatlon de la pl6ce (10) 
par rapport k son axe xx' lors des operations de 
gerbage et/ou d'emboltage de celle-ci. 
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